
证券代码：301095� � � � � � � � � 证券简称：广立微 公告编号：2024-015

杭州广立微电子股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展

规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留

意见。
非标准审计意见提示
□适用 R 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 R 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R 适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 200,000,000 股为基数， 向全体股东每

10 股派发现金红利 4.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称 广立微 股票代码 301095

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 陆春龙 李莉莉

办公地址 浙江省杭州市余杭区五常街道联创街
188号 A1号楼

浙江省杭州市余杭区五常街道联创街
188号 A1号楼

传真 0571-8102�1261 0571-8102�1261

电话 0571-8102�1264 0571-8102�1264

电子信箱 ir@semitronix.com ir@semitronix.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务情况
公司是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率

提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。
公司提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决
方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。公司
先进的解决方案已成功应用于诸多集成电路工艺技术节点，实现了高质量的国产化替代，打破
了集成电路成品率提升领域长期被国外产品垄断的局面。

集成电路成品率提升是一项非常复杂的系统工程。 报告期内，公司持续加大研发投入，不
断丰富以集成电路成品率提升为主轴的产品矩阵，支撑业务营收多年以来连创新高，客户数量
大幅增加，客户范围从以集成电路制造企业为主逐步向集成电路设计、封测企业拓展。 公司各
产品之间在技术上相辅相成，在商业模式上独立销售、相互引流，经过长期踏实的技术积累和
软、硬件产品战略布局逐渐形成了驱动公司业绩可持续发展的“三驾马车”，为公司业务的稳健
发展提供多点引擎。

驱动公司业绩可持续发展的“三驾马车”
报告期间，公司在新产品研发迭代及市场方向的进展主要包括：
1、集成电路 EDA 软件
①深入挖掘集成电路良率提升技术价值，推出高效的工艺过程监控（PCM）方案。发挥软硬

件协同优势，将原有针对工艺开发的良率提升解决方案拓展应用至量产环节，目前该方案已经
在多家产线验证优化，部分产线进入应用交付。

②延伸布局可制造性（DFM）系列 EDA� 软件，降低芯片研发难度和制造成本。自主开发了
化学机械抛光工艺的建模工具 CMP� EXPLORER， 通过识别 CMP 工艺热点提前进行修复，从
而实现设计优化，提升制造端的工艺良率，减少良率风险。 目前该软件已经在多家国内头部晶
圆厂试用导入中。

③发布领先的一站式可测试性（DFT）设计解决方案，进一步完善芯片良率提升方案。 公司
推出的解决方案涵盖 DFT 全流程设计工具 DFTEXP 及相关设计服务， 支持 MCU、AI、GPU、
Network、5G 基带、AP 等不同应用领域芯片和规模的 DFT 设计实现需求，并且支持系统级测试
的 In-System-Test,� 以助力汽车电子的功能安全测试方案。 此外，DFT 设计工具能够与公司现
有的 DE-YMS 良率分析与管理系统协同互补， 助力芯片设计公司在开发产品时降本增效，更
快速地发现故障和追溯良率根因。

2、半导体大数据分析与管理系统
①现有离线数据分析与管理系统逐步进入商务落地阶段。 公司已研发有技术水平领先的

半导体离线数据分析系统，包括半导体通用化分析工具 DE-G、集成电路良率分析与管理系统
DE-YMS、集成电路缺陷管理系统 DE-DMS、缺陷自动分类系统 DE-ADC 等产品已研发成

熟并进入市场拓展和商务落地阶段。
②持续延伸布局在线大数据分析与管理系统。 在汲取离线数据的数据分析经验的基础上，

持续进行智能化在线数据工具拓展， 公司研发的半导体设备异常监控及分类系统 DE-FDC�
产品已完成初版并已进入晶圆厂、封测厂客户试用阶段。

③人工智能技术助力公司智能化数据系统的迭代升级。 公司使用基于前沿的人工智能视
觉技术，自主研发的缺陷自动分类系统 DE-ADC，并拓展延伸开发半导体一站式机器学习平台
Inf-AI，实现晶圆缺陷高效、高精度分类。 公司使用先进的 AI� 模型对设备传感器信号进行自
动建模分析，并通过历史数据动态更新模型，捕捉更多类型异常，实现特征值自动卡控（Feature�
AutoSpec）变更以及传感器参数曲线（Raw� Trace）动态的卡控，减少误报，大幅降低使用及运维
成本，并能与 DE-DMS 深度配合，拥有持续学习的能力，目前系统已经在多家集成电路企业部
署使用并受到客户的一致好评。

3、晶圆级电性测试设备
①优化升级新一代通用型高性能半导体参数测试设备 （T4000� 型号）。 设备可覆盖

LOGIC、CIS、 DRAM、SRAM、FLASH、BCD� 等产品的测试需求， 支持第三代化合物半导体
（SiC/GaN）的参数测试，测试效率有效提升并具有很高的性价比，适合应用于对成本比较敏感
的 8 英寸及以下化合物半导体产线。

②新增晶圆级可靠性（WLR）测试设备品类。 公司在 T4000 型号 WAT 测试设备的架构基
础上开发了可靠性测试分析系统等功能， 将设备从 WAT 测试扩展至 WLR 及 SPICE� 等领域，
支持智能并行测试，可大幅度缩短 WLR 的测试时间，同时可以结合公司提供的定制化软件系
统来提升用户工作效率。

（二）公司主要产品及服务布局
广立微自成立以来，始终坚持以集成电路成品率提升为主轴，秉承持续技术创新的发展理

念为客户不断创造价值。 公司通过自主研发的 EDA� 软件、测试设备硬件、半导体数据分析工
具以及成品率提升技术构成的整体解决方案， 为在集成电路从设计到量产的整个产品周期内
实现芯片性能、成品率、稳定性的提升，实现了从设计、测试到分析的全流程闭环优势，同时也
使公司在产品与技术开发上具备强劲的上下游可扩展性。

公司在自主研发的基础上，积极关注行业内的技术发展，采取“自主研发为主，外延并购为
辅”的方式加速产品与技术生态的布局。 随着公司可制造性 DFM、可测试性 DFT 设计类 EDA
工具及半导体大数据分析与管理系统的不断扩展， 公司的客户群从以晶圆厂为主逐步向设计
公司、晶圆厂和封测厂的全产业链覆盖，极大地拓展了公司的业务范围和市场空间，为公司后
续的稳健和可持续发展积累势能并注入新的驱动力量。

公司各产品之间在技术上相辅相成，但是在商业模式上独立销售、相互引流。 客户可以单
独采购公司的软、硬件产品或服务，发挥单个产品的技术优势；也可以系统性采购公司的软、硬
件产品及成品率提升技术服务，以便降低综合开发难度，大幅提高良率提升效率。

1、电子设计自动化（EDA）软件
1.1 集成电路良率提升相关设计软件

集成电路良率提升相关 EDA 软件及电路 IP
(1)参数化单元及测试芯片设计软件
1）参数化版图设计工具 SmtCell� 是一款参数化单元（Parameterized� Cell）版图设计工具，在

公司的成品率提升全流程中被用于测试结构设计 环节。 参数化单元的优势在于：1）相同结构
的单元版图只需创建一次；2）版图中几何图形的相关属性可用参数来表征； 3）单元版图重复、
费时的物理设计过程用参数赋值来代替。 跟传统的版图设计工具相比，SmtCell� 可以带来设计
效率的 大幅提升。

2） 通用型测试芯片版图自动化设计工具
TCMagic� 是一款通用型的测试芯片版图自动化设计平台， 在公司的成品率提升全流程中

被用于测试芯片设计中的绕 线、电路设计和物理拼接，主要设计传统测试芯片（又称为“短程

测试芯片”）。 平台基于其独特的软件架构设计和算法支 持，在测试芯片设计过程中有效提升
设计效率。

3） 可寻址测试芯片版图自动化设计工具
ATCompiler� 是一款用于可寻址测试芯片版图自动化设计的高效版图软件，提供了完整的

大型可寻址及划片槽内可寻 址测试芯片的设计解决方案， 软件内置有公司设计的经过验证、
可重复使用且具备特定功能的电路 IP（器件特征参数提 取电路、工艺参数提取 / 缺陷监测电
路、环形振荡器性能表征电路等），能够极大地提高了测试芯片的器件密度，有效提 升测试芯
片的测试速度，很好地满足先进工艺产品开发和制造过程监控的需求。

4） 超高密度测试芯片版图自动化设计工具
① Dense� Array：实现了单个测试芯片模块上容纳上百万个待测器件，通过片上控制模块

和测试设备的协同优化，可 以达到每秒 10K� 样本量的测量速率，通过并行测试能线性加速，
有效地缩短测试时间，满足工艺开发下百万分率、甚至 十亿分率的异常点检测的需求。

② Dense� Yield：HDYS（High� Density� Yield� Scribeline）产品基于高密度测试芯片技术，利用
片上测试控制方案，在 设计密度和测试速度上进一步提高可寻址技术设计与测试效率。 特别
在量产监控环节，突破狭小的划片槽和有限测试时 间的条件瓶颈，大幅提升监控效率，为量产
制造提供更全面的数据支撑。

5）产品芯片成品率和性能诊断测试芯片设计工具
ICSpider� 是一款用于产品芯片成品率和性能诊断的定制化测试芯片设计工具， 通过对产

品芯片中基本器件、关键路 径等的系统分析和直连检测，来帮助客户更直观、高效、有针对性
地提升产品成品率和性能指标。

1.2 可制造性设计（DFM）EDA 软件
1）成品率预测分析软件 Virtual� Yield：软件通过版图关键面积及特征分析技术，利用测试

芯片结合各个工艺模块的缺陷率和产品版图，精确地预测各个工艺模块对整个成品率的影响，
自主知识产权的成品率模型建立方法实现了对复杂测试芯片进行全面缺陷检验。

2） 化学机械抛光工艺仿真建模工具 CMP� EXPLORER：CMP 仿真建模工具主要应用于集
成电路化学机械抛光（Chemical� Mechanical� Planarization,� CMP） 制造工艺的仿真建模。 CMP�
EXPLORER 可依据 CMP 工艺后的各测试结构膜厚和表面形貌数据以及 CMP 工艺参数，建立
CMP 模型，通过针对 CMP 步骤精准仿真和建模，可以提前找出和预防 CMP 相关的芯片设计
问题,是集成电路制造工艺中的关键环节。 CMPEXP� 工具已实现了业界广泛使用的 Cu� CMP
仿真与热点检查流程的所有功能，通过接触力学等物理、化学原理，结合快速傅里叶变换等数
学手段，提供了高准确性、鲁棒性和泛化性的 CMP 模型，工具集成先进的模型校准算法，极大
地缩短模型校准时间周期并有效提升了校准成功率，并采用高效的分布式并行计算架构，有效
地提升了模型校准和仿真效率。该软件填补了国内集成电路市场上产业化 CMP 建模工具的空
白，满足了芯片设计公司和晶圆制造厂对于芯片的可制造性和成品率的需求。

CMP 仿真建模工具界面图
1.3� 可测试性（DFT）EDA 软件
报告期内，广立微以自有资金购买了上海亿瑞芯电子科技有限公司 43%的股权，并将亿瑞

芯并入公司合并报表范围内，亿瑞芯是一家以集成电路可测试性设计（DFT）技术服务及产品
开发为主营业务的企业。 该股权收购标志着公司从专注制造类 EDA 向设计类 EDA 扩展迈出
了第一步。

DFT 全称为 Design� For� Test， 是一种在芯片原始设计阶段即插入各种用于提高芯片可测
试性的硬件逻辑的设计方法。 这些硬件逻辑有助于生成测试向量，从而达到测试大规模芯片的
目的。DFT 设计主要作用包括：1）利用这些辅助性设计产生的结构化测试向量在自动测试设备
（ATE）上进行高效的芯片测试，确保电路中的各个部分都能被测试到以捕捉潜在的硬件缺陷，
提高产品良率，因此测试覆盖率是 DFT 设计的最重要的指标；2）通过在设计阶段考虑测试需
求，可以减少测试时所需的硬件资源和测试时间，同时 DFT 设计可以使测试流程更加自动化
和高效，从而实现降本增效的目的。

2023 年 11 月 25 日，公司与亿瑞芯优势互补、强强联合，在杭州发布业界领先的可测性设
计自动化和良率诊断解决方案（DFTEXP 流程和解决方案）。 该方案由可测试性平台 DFTEXP、
公司大数据良率分析管理系统 DE-YMS 以及围绕该两类软件进行的 DFT 设计与良率提升服
务组成，为芯片设计企业打通从版图设计到最终测试各环节的“一站式”数据链，助力芯片设计
公司在开发产品时降本增效，更快速地发现故障和良率根因，更好地服务芯片设计公司。 同时
也为晶圆制造厂提供完整的 DFT 软件和良率诊断工具，提升工艺水平。

广立微×亿瑞芯 DFT 设计自动化和良率诊断解决方案
DFTEXP 是一个完整的 EDA 平台， 此平台集成了全新的 DFT 工具、DFT 设计和良率诊断

分析流程，用户可以轻松应对复杂的 SoC 芯片、大规模芯片的诊断测试、汽车电子的功能性安
全测试以及良率提升的挑战， 并取得质量与成本双赢， 为行业打造完善良率提升生态 。
DFTEXP 涵盖 DFT 全流程工具，支持 MCU、AI、GPU、Network、5G 基带、AP 等不同应用领域芯
片和规模的 DFT 设计实现需求，并且支持系统级测试的 In-System-Test,� 以支持汽车电子的功
能安全测试方案。

2、半导体大数据分析与管理系统
随着集成电路集成度的提高和工艺节点的演进，芯片从设计、制造到封装测试各环节数据

规模快速增大，使得端到端全产业链的数据分析显得尤为关键，如何关联整合该等数据，并从
中挖掘出真正的价值，从而实现加快产品开发、成品率提升以及量产管理，成为了行业面临的
重要挑战。 广立微 DATAEXP 系列软件支持半导体制程中全流程数据管理和分析，如测试芯片
分析、成品率分析、产线数据管理分析、缺陷管理分析，车规标准管控、制造过程数据分析等，协
助提升半导体企业生产运维能力和行业数据分析效率。 公司数据分析软件聚焦半导体大数据
分析难点，覆盖了良率相关的各个环节的数据分析、诊断、监控及预警，能够对海量数据进行高
效的关联解析，快速准确地识别定位良率问题，从而帮助用户及时采取措施 ,� 提前应对潜在风
险，加速良率提升,保障产品良率的稳定性。 同时，DATAEXP 系列产品还能够与公司的 EDA 产
品、WAT 测试设备之间相互赋能，提供完整先进的良率提升解决方案。

报告期内，公司大数据平台 DATAEXP 实现了全线升级，将机器学习等先进的计算机技术
应用至数据软件产品中，在多个应用场景中获得技术上的突破。 目前公司数据分析类产品矩阵
已经形成了具有国际竞争力水平的集成电路数据分析管理系统， 能够覆盖集成电路芯片产品
设计与制造全生命周期数据，帮助晶圆厂实现智能制造的完整体系，广泛进入了国内外一流的
集成电路设计、制造、封装企业，帮助客户实现晶圆制造全流程至终端应用的系统化数据分析
与管理，助力行业整体技术和工艺水平的提升。

半导体大数据分析与管理系统研发路径
DATAEXP 平台系列产品包括：
1）DATAEXP-General（简称 DE-G）是简洁、快速、灵活的半导体通用数据分析软件，能够

广泛应用于集成电路设 计、制造、封测及下游电子企业。 软件通过丰富、便捷的数据可视化手
段，灵活的数据交互功能以及一系列数据处理算 法，加上为半导体分析量身定做的数据解析
和展示功能，帮助用户在更短的时间内，对数据各个维度进行分析，找出问题的根本原因。

2）DATAEXP-TMA（简称 DE-TMA）电性测试数据分析软件，可将大量设计 DOE� 信息
与电性测试数据相结合，通过数据建模快速找到缺陷多发的 IC� 设计版图模式，呈现各个制程
节点的工艺窗口，有效可靠地筛选最优的工艺条件和参数。

3）DATAEXP-YMS (简称 DE-YMS) 支持集成电路生产制造过程中的 CP、FT、WAT、
Inline、Defect、WIP� 等多类型数据智能化分析，为客户提供“一站式”数据分析管理平台。系统通
过特有的算法支持和合理的数据处理流程，快速完成 底层数据清洗、连接、整合工作，为 Fab�
和 Fabless � 企业提供数据管理、良率分析、低良率成因下钻分析等方案。

4）DATAEXP-DMS(简称 DE-DMS)� 是缺陷数据管理与分析的解决方案，系统收集检测机
台的缺陷数据及图片，针对这些数据进行快速分析、分类，并结合 DE-YMS� 良率分析系统查
找缺陷形成的根本原因。 产品基于前沿的机器学习技术，具备晶圆缺陷高识别精度和快速部署
能力。 依靠分布式系统的强大计算能力，结合简洁易用的界面，用户可以轻松高效地检索、查
验、分类缺陷数据,可快速、全面、系统地查找缺陷来源,并预测良率杀伤率。

5）DATAEXP-ADC(简称 DE-ADC)系公司根据客户应用场景需求与 DE-DMS� 协同研发
的缺陷自动分类系统，该系统 基于前沿的人工智能视觉技术，具备晶圆缺陷高分类精度和快
速部署能力，并能与 DE-DMS� 深度配合，拥有持续学习的能力，实现缺陷的智能化、高精度地
打标分类，并根据分类结果追溯影响良率的因素。

6）DATAEXP-FDC(简称 DE-� FDC)� 是故障检测分类一站式的解决方案，通过收集工厂
中的各种设备的传感器数据、 Event� Report� 数据和机台的预警数据，并对这些数据进行分析，
施以各种模型和规格限制，从而探测工艺过程中的异常。 该工具提供了丰富的数据采集计划
和灵活的数据分析计算模型。 具有高可用、高并发、可扩展的特性，并保障了实时数 据流稳定
的分析计算。 该产品正在客户端试用迭代中。

7）DATAEXP-SPC（简称 DE-SPC）是监控和改善半导体制造过程的关键工具，通过收集
Inline、Defect、WAT 等数据，并对参数配置各类图形和规则，帮助客户实时监测生产过程的异常
和稳定性。该工具支持多样化数据采集、批量模型配置、多维度报表分析，构造了高效的全闭环
品质管理系统。 目前该工具正在研发阶段。

8）INFINITY� AI 平台（简称 INF-AI）是一款针对半导体大数据分析与管理的开放式机器
学习平台，可接入晶圆生产制造过程中的任意程序和任意产品，旨在为半导体制造业的 AI 赋
能提供一站式数据解决方案。 目前该工具正在研发阶段。

半导体大数据分析与管理系统应用场景
3、晶圆级电性测试设备
公司以集成电路先进制程研发和量产过程中对于高效率高精度的电性检测需求为突破

口，经过多年的研发积累和产品迭代，自主研发出能够应用于芯片制造的工艺开发和量产线的
晶圆级 WAT 电性测试设备。 该设备自 2020 年开始实现稳定量产后，已成功进入多家海内外领
先的芯片设计类（Fabless）企业、代工制造类 (Foundry）企业、垂直整合制造类（IDM）企业和研
发实验室（R＆D� Lab），协助完成多种测试任务 ,并且高效、精确地提取器件和工艺相关的电性
参数，实现以数据驱动芯片产品的功耗 - 性能 - 面积 - 成本(PPAC)� 优化、可靠性以及成品率
提升。 报告期内，为满足不同晶圆厂对设备功能和性价比的需求，公司优化升级并推出了新一
代通用型高性能半导体参数测试设备（T4000 型号），并协同开发了可靠性测试分析系统（Wafer�
Level� Reliability,� WLR）等功能，将设备从 WAT 测试扩展至 WLR 及 SPICE 等领域。

广立微晶圆级电性测试设备样机（搭配探针台）
目前，公司现有的测试设备应用场景包括：高速研发用 WAT 测试、高精度量产用 WAT 测

试，以及可靠性 WLR� 测试，目前正在逐步增加测试设备种类以拓展至更广阔的测试应用场
景。 公司测试设备类产品包含：

1）T4000 系列： 通用型 WAT 测试设备， 适用于大部分 WAT 电性测试场景 。 可覆盖
LOGIC、CIS、DRAM、SRAM、FLASH、BCD 等产品的测试需求 ， 支持第三代化合物半导体
（SiC/GaN）的参数测试。 相比市场上同类设备，T4000� 系列测试每片晶圆所需的时间大幅度缩
短，具有精度高、速度快、灵活配置的特点，具备完善的自检和自校准功能，实现多个 Module
并行测试。 优化设计后的 T4000 机型具有更优秀的架构设计和很高的性价比，更适合对成本较
为敏感的 8� 英寸及以下产线。

2）T4100S 系列：是针对先进工艺中更繁杂多样的测试要求，推出的并行测试设备，在特定
环境下其测试效率有较 大提升。 在测试精度相当的前提下，通过软硬件协同实现动态分组测
试和更智能的人机交互等功能， 测试效率更高。 与同类型机台相比较， 在测试精度满足量产
WAT 测试需求的前提下，测试效率是其 1.4~5� 倍，特别是在先进工艺下，测试效率随着版图
的优化能够进一步提升。该系列机型在产业化系统整合和测试标准上更具优势。常被用于测试
量较大且对测试效率要求较高的 12� 寸晶圆厂。

3）可靠性 WLR 设备：公司产品研发在 T4000 机型的基础上，协同开发了可靠性测试分析
系统（Wafer� Level� Reliability,� WLR）等功能，将设备从 WAT 测试扩展至 WLR 及 SPICE 等领
域。 该机型能够兼容搭载可靠性 WLR，支持异步或同步并行测试，并通过与测试软件应用结
合，定制化算法和数据格式，实时显示测试数据图像，大幅度提升测试效率，满足汽车电子、新
能源等芯片对该方向大量的测试需求。

4、软件开发技术服务
1）集成电路良率提升技术服务：
一般集成电路工艺的生命周期大致包括早期开发、产品导入和量产环节，集成电路制造企

业在每个环节不仅需要提升各工艺步骤及产品的成品率，完成 PDK 的建立、验证和产品性能
的持续优化，同时还要保证产品的可靠性和制造过程的稳定性。 公司的成品率提升技术服务可
以针对工艺开发及量产每个阶段的任务、要求和侧重点，设计定制化的测试芯片、测试并分析
反馈，保证客户能够在开发项目全流程中，有针对性的解决问题，协助客户快速完成工艺开发
和尽早进入量产阶段，并能够在量产阶段进行高效的生产过程监控，保障成品率与产品品质。

公司的成品率提升技术服务包括技术开发服务和测试服务两大类：
① 技术开发服务：利用公司软硬件一体化的产品解决方案，以及人员的开发经验，为晶圆

厂提供从测试芯片设计、电性数据测试到整体数据分析的一站式服务；
② 测试服务： 利用公司的晶圆级测试设备对客户的测试芯片或晶圆测试结构进行测试，

并提供相应的分析服务。

集成电路良率提升开发服务流程示意图
2）可测试性（DFT）设计技术服务：
集成电路的生产制造是一个非常复杂的物理变化和化学变化的过程， 不可避免地会引起

制造缺陷， 而数字电路测试技术能够有效地通过自动测试设备（Automatic� Test� Equipment,�
ATE）对芯片进行测试，以检测制造缺陷、鉴别芯片良品和次品。 为获得满意的测试质量并控制
测试成本，通常在数字集成电路芯片设计流程中嵌入重要的 DFT 设计环节，涵盖各种测试电
路的片上设计技术和测试向量自动生成技术。 该环节衔接前端设计和后端设计，帮助设计人员
自动完成测试电路在芯片内部的植入和测试数据的自动生成。

可测试性设计是芯片设计与制造成功的重要组成部分。 DFT 设计技术服务会根据具体芯
片的具体特点，利用公司自研的 DFT 设计工具为客户提供从 DFT 架构定义、DFT 设计实现到
量产支持全流程 DFT 设计服务，并且在芯片量产阶段提供 DFT 量产支持，以帮助客户缩短设
计周期，降低设计风险，提高芯片量产良率。

一站式 DFT 设计流程示意图
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R 是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元

2023年末 2022年末 本年末比上年
末增减 2021年末

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 3,545,378,296.20 3,512,174,872.53 3,512,174,872.53 0.95% 431,817,213.05 431,879,857.26
归属于上市公
司股东的净资
产

3,254,831,414.47 3,185,698,521.01 3,185,708,988.64 2.17% 363,093,024.47 363,155,668.68

2023年 2022年 本年比上年增
减 2021年

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 477,615,800.01 355,599,824.19 355,599,824.19 34.31% 198,126,412.24 198,126,412.24
归属于上市公
司股东的净利
润

128,803,163.18 122,374,890.34 122,322,713.76 5.30% 63,747,207.57 63,809,851.78

归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润

109,945,771.66 102,715,697.91 102,663,521.33 7.09% 50,349,022.60 50,411,666.81

经营活动产生
的现金流量净
额

-212,239,078.36 199,018,744.75 199,018,744.75 -206.64% 8,334,676.98 8,334,676.98

基本每股收益
（元 /股） 0.64 0.73 0.73 -12.33% 0.42 0.43

稀释每股收益
（元 /股） 0.64 0.73 0.73 -12.33% 0.42 0.43

加权平均净资
产收益率 4.02% 9.22% 9.21% -5.19% 19.70% 19.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易

产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该
规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规
定进行调整。 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易
而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定
和《企业会计准则第 18 号———所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期
初留存收益及其他相关财务报表项目。

该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税负债影响 -10,467.63 元，
盈余公积影响 1,046.76 元，未分配利润影响 9,420.87 元；影响 2022 年度利润表项目：所得税费
用影响金额 52,176.58 元。

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 21,881,595.72 105,493,752.25 128,661,808.62 221,578,643.42

归属于上市公司股东的
净利润 4,031,966.79 18,811,162.50 28,193,521.86 77,766,512.03

归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润

-1,010,293.84 17,248,205.14 26,542,355.75 67,165,504.61

经营活动产生的现金流
量净额 -45,191,259.17 -142,451,785.86 -36,004,525.33 11,408,492.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、 半年度报告相关财务指标存在重
大差异

□是 R 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通
股股东总数 16,862

年度报告披露日前
一个月末普通股股
东总数

19,184
报告期末表决
权恢复的优先
股股东总数

0
年度报告披露日前
一个月末表决权恢
复的优先股股东总
数

0

持 有 特
别 表 决
权 股 份
的 股 东
总数（如
有）

0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股
份数量

质押、标记或冻结情况
股份状态 数量

杭州广立微股
权投资有限公
司

境 内 非 国
有法人 16.62% 33,242,812.00 33,242,812.00 不适用 0.00

杭州广立共创
投资合伙企业
（有限合伙）

境 内 非 国
有法人 11.87% 23,744,867.00 23,744,867.00 不适用 0.00

史峥 境 内 自 然
人 8.19% 16,383,957.00 12,287,968.00 不适用 0.00

郑勇军 境 内 自 然
人 6.02% 12,042,432.00 12,042,432.00 不适用 0.00

北京武岳峰中
清正合科技创
业投资管理有
限公司－北京
武岳峰亦合高
科技产业投资
合伙企业（有
限合伙）

境 内 非 国
有法人 5.28% 10,554,054.00 0.00 不适用 0.00

杭州广立共进
企业管理合伙
企业（有限合
伙）

境 内 非 国
有法人 3.45% 6,891,892.00 6,891,892.00 不适用 0.00

杨慎知 境 内 自 然
人 2.97% 5,936,215.00 4,452,161.00 不适用 0.00

上海建合工业
软件合伙企业
（有限合伙）

境 内 非 国
有法人 2.39% 4,786,096.00 0.00 不适用 0.00

严晓浪 境 内 自 然
人 2.00% 4,000,000.00 0.00 不适用 0.00

全国社保基金
一一四组合 其他 1.82% 3,649,764.00 0.00 不适用 0.00

上述股东关联关系或一致
行动的说明

1.杭州广立微股权投资有限公司和公司的员工持股平台杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）、杭州
广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）系受公司实际控制人郑勇军先生控制的主体。
2.北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）、上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）和公
司非前十大股东常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）系同受潘建岳先生和武平先生控制的
企业。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R 不适用
前十名股东较上期发生变化
R 适用 □不适用
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称） 本报告期新增 / 退
出

期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转融
通出借股份且尚未归还的股份数量

数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
杭州崇福众科投资
合伙企业（有限合
伙）

退出 0 0.00% 828,487 0.41%

中芯聚源股权投资
管理（上海）有限公
司－聚源信诚（嘉
兴）股权投资合伙企
业（有限合伙）

退出 0 0.00% 3,464,865 1.73%

严晓浪 新增 0 0.00% 4,000,000 2.00%
全国社保基金一一
四组合 新增 0 0.00% 3,649,764 1.82%

公司是否具有表决权差异安排
□适用 R 不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R 不适用
三、重要事项
根据本公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使

用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，本公司拟使用超募资金以集中竞价交
易方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 80.00 元 / 股 (含 )，回购资金总额不低于人
民币 10,000 万元(含)、不超过人民币 16,000 万元(含)。
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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展

规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留

意见。
本报告期会计师事务所变更情况： 公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 R 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 R 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R 适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 347,335,036 为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称 捷佳伟创 股票代码 300724

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 谭湘萍 褚秀梅

办公地址 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路
62号一层至六层

深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金
牛东路 62号一层至六层

传真 0755-81449990 0755-81449990

电话 0755-81449633 0755-81449633

电子信箱 chinasc@chinasc.com.cn chinasc@chinasc.com.cn
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家国内领先的从事太阳能电池设备研发、生产和销售的国家级高新技术企业。 主

要产品包括湿法设备系列、真空设备系列、智能制造设备系列、光伏电池设备及工艺解决方案
等。

1、湿法设备
主要产品： 单晶槽式制绒设备、 槽式碱抛光清洗设备、 槽式 RCA 清洗设备、 链式去

BSG/PSG 清洗设备、HJT 清洗制绒设备、全自动制绒 Plus 清洗设备等。
湿法设备主要用于晶体硅电池片生产过程中对硅片进行绒面腐蚀、抛光刻蚀、去绕镀以及

清洗处理。 公司的湿法设备在行业中处于领先地位，广泛应用于光伏电池片各技术路线以及半
导体领域。

2、真空设备
主要产品：各类管式 PECVD 设备，板式 PECVD、RPD、PVD、PAR 设备等。
管式设备主要用于晶体硅电池片生产过程中扩散掺杂、氧化退火、薄膜沉积等工艺处理。

板式设备主要用于 HJT 晶体硅电池本征及掺杂非晶硅薄膜、透明导电膜的制备，钙钛矿电池透
明导电膜及导电层的制备。 真空设备为各电池技术路线上的核心工艺设备，公司依托全面强大
的真空镀膜技术与多年沉淀的精密设备设计，不断创新推出管式二合一 PECVD、管式 PE-poly
设备、MAD 等各类管式设备，市占率持续提升，推出的管式 PE-poly 设备已成为 TOPCon 的主
流技术路线，同时推出的板式设备在 HJT、钙钛矿等领域持续获得客户认可，公司的真空设备
助力各高效光伏电池技术路线降本提效。

3、智能制造设备
主要产品：各类自动化设备、激光设备、金属化设备以及晶硅电池 AGV 智能生产线等。
该类产品不仅完善了公司在各技术路线上整线设备的布局， 还帮助下游客户实现电池片

生产车间无人化、智能化生产，提高了生产效率、降低人工成本。
4、光伏电池设备及工艺解决方案
主要产品：晶体硅电池交钥匙工程解决方案、PERC 太阳能电池智能生产线、TOPCon 太阳

能电池智能生产线、HJT 太阳能电池智能生产线、高效钙钛矿太阳能电池智能生产线等设备及
工艺解决方案。 公司是目前唯一一家具备多技术路线整线解决方案的设备供应商。

（二）公司的经营模式
1、采购模式
公司的采购模式为“以销定产、以产定购”。 公司签订销售合同后，由技术部门根据客户需

求设计出图纸和采购计划，所需炉机柜、机箱、五金件等部分结构类材料和部分零部件根据图
纸向合格供应商定制加工，其他原材料、电子元器件等标准件直接向市场采购。

2、生产模式
公司生产的产品属于专用设备，采用以销定产的生产模式，根据客户订单及定制化需求，

公司产品采用模块化设计及组装，功能模块可独立运行，也可将多个模块组装为整机。 公司在
生产过程中通过标准件外购和结构件外协加工的形式完成模块和整机的组装， 在满足客户定
制化需求的同时，提高了生产效率，同时也可以保障公司交付设备质量的一致性和稳定性。

3、销售模式
公司作为专用设备的厂商，主要采取直销模式，即公司直接与最终用户或最终用户指定方

签署合同和结算货款，并负责设备的安装调试和售后服务。
4、盈利模式
公司凭借自身的技术研发实力和良好的信誉， 通过技术创新持续研发适用于 TOPCon、

HJT、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等新技术路线下的新产品，并不断改进现有产品质量，持续优
化产品性能，提高产品产能，向客户提供性能稳定、品质可靠的太阳能电池生产设备，并通过提
供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素
公司主要为太阳能光伏产业链中的中间环节太阳能电池生产工艺装备提供商。 随着全球

多国提出“零碳”或“碳中和”的气候目标，推动了光伏行业的快速发展。光伏行业持续增长为我
国太阳能电池设备市场发展营造了良好的市场环境。 在行业技术进步、电池转换效率提高以及
制造成本加速降低的背景下，作为光伏高效路线重要环节的光伏设备行业迎来新的发展机遇。
公司紧紧围绕“高效化、国际化、智能化、多元化”的发展战略，在光伏 TOPCon、HJT、XBC、钙
钛矿及钙钛矿叠层等各高效技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发， 向客户
提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，不断
研发出新增盈利产品，从而获得收入并实现盈利。 2023 年度，光伏行业迅猛发展，N 型电池加
速迭代 P 型电池，TOPCon 电池技术大规模扩产成为了市场主流， 公司凭借领先的技术和产
品，经营业绩再创新高。 2023 年公司营业收入 873,342.72 万元，同比增长 45.43%；归属于母公
司所有者的净利润 163,356.27 万元，同比增长 56.04%。

3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R 否
元

2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末

总资产 39,133,644,853.94 19,135,820,565.08 104.50% 12,782,945,386.56

归属于上市公司股东
的净资产 8,739,363,257.17 7,202,546,739.31 21.34% 6,202,409,268.02

2023年 2022年 本年比上年增减 2021年

营业收入 8,733,427,188.69 6,005,042,272.39 45.43% 5,047,209,787.16

归属于上市公司股东
的净利润 1,633,562,727.98 1,046,870,508.33 56.04% 717,399,875.37

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润

1,525,258,508.14 971,342,995.20 57.03% 660,883,989.59

经营活动产生的现金
流量净额 3,517,362,141.16 1,451,283,530.92 142.36% 1,349,496,089.09

基本每股收益（元 /股） 4.69 3.01 55.81% 2.12

稀释每股收益（元 /股） 4.69 3.01 55.81% 2.12

加权平均净资产收益
率 20.45% 15.64% 4.81% 14.30%

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 1,931,316,499.08 2,151,955,656.00 2,321,927,831.46 2,328,227,202.15

归属于上市公司股东
的净利润 336,398,453.66 415,121,912.44 471,089,741.36 410,952,620.52

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润

297,161,158.21 390,639,283.37 441,815,066.62 395,642,999.94

经营活动产生的现金
流量净额 1,132,124,144.15 984,319,680.88 1,116,412,865.34 284,505,450.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、 半年度报告相关财务指标存在重
大差异

□是 R 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股

报告期末普
通股股东总
数

47,560

年 度 报 告
披 露 日 前
一 个 月 末
普 通 股 股
东总数

45,530
报告期末表决权
恢复的优先股股
东总数

0
年度报告披露日前一
个月末表决权恢复的
优先股股东总数

0

持 有 特
别 表 决
权 股 份
的 股 东
总数（如
有）

0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股
份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

余仲 境内自然人 8.43% 29,336,432 22,002,324 质押 720,000

左国军 境内自然人 7.51% 26,162,715 19,622,036 质押 3,708,000

梁美珍 境内自然人 7.25% 25,228,149 18,921,112 不适用 0

香港中央结
算有限公司 境外法人 4.62% 16,090,144 0 不适用 0

蒋泽宇 境内自然人 4.09% 14,225,326 0 不适用 0

李时俊 境内自然人 2.60% 9,069,702 7,307,026 不适用 0

张勇 境内自然人 2.53% 8,819,400 56,340 不适用 0

伍波 境内自然人 2.45% 8,545,015 6,408,761 不适用 0

珠海横琴富
海银涛叁号
股权投资基
金合伙企业
（有限合伙）

境内非国有
法人 1.89% 6,596,698 0 不适用 0

鹏华基金－
中国人寿保
险股份有限
公司－分红
险－鹏华基
金国寿股份
成长股票型
组合单一资
产管理计划
（可供出售）

其他 1.21% 4,214,223 0 不适用 0

上述股东关联关系或一
致行动的说明 梁美珍和蒋泽宇系母子关系，余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
R 适用 □不适用
单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称 （全
称）

期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借
股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚

未归还

数量合计 占总股本的比例 数量合
计

占总股本
的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例

中国工商银行
股 份 有 限 公
司－易方达创
业板交易型开
放式指数证券
投资基金

1,197,765 0.34% 403,20
0 0.12% 3,604,026 1.04% 83,000 0.02%

前十名股东较上期发生变化
R 适用 □不适用
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称（全称）
本报告期
新增 / 退
出

期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、 信用账户持股及转
融通出借股份且尚未归还的股份数量

数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
鹏华基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－鹏华基金国寿
股份成长股票型组合单一资产管
理计划（可供出售）

新增 0 0.00% 4,214,223 1.21%

中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证
券投资基金

新增 83,000 0.02% 3,687,026 1.06%

全国社保基金四零三组合 新增 0 0.00% 3,182,199 0.91%
中国建设银行股份有限公司－易
方达环保主题灵活配置混合型证
券投资基金

退出 0 0.00% 0 0.00%

中国建设银行股份有限公司－易
方达创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金

退出 0 0.00% 0 0.00%

中国银行股份有限公司－华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指
数证券投资基金

退出 42,100 0.01% 3,064,451 0.88%

公司是否具有表决权差异安排
□适用 R 不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R 不适用
三、重要事项
报告期内发生的重要事项，详见公司 2023 年度报告“第六节 重要事项”。
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广东富信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有

限公司三车间五楼多功能会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21

普通股股东人数 21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,041,517

普通股股东所持有表决权数量 52,041,517

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.3800

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.3800
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,050,000 股，不享有股

东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现

场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募投项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型
同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 52,041,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2.00、《关于变更第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例
（%） 是否当选

2.01 《关于选举林应龙先生为第四届监事
会非职工代表监事的议案》 52,039,417 99.9959 是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
序号 议案名称

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1
《关于部分募投项目调
整内部投资结构及延长
实施期限的议案》

3,928,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表

决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：陶秀芳、郑芳芳
（二） 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结

果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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佛山市海天调味食品股份有限公司
关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度

业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:3
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https ://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 22 日 (星期一 )至 04 月 26 日 (星期五 )16:00 前登录上证路演中心

网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 OBD@haday.cn 进行提问。 公司将在说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”） 将于 2024 年 4 月 27 日发布公司
2023 年度报告和公司 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023
年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 29 日下午 15:00-16:
30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经

营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长庞康先生、公司董事会秘书张欣女士、公司财

务负责人李军先生、公司独立董事沈洪涛女士 (如会议当天有特殊情况，公司参会人员可能进
行调整)。 欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、 投资者参加方式
（一） 投资者可在 2024 年 04 月 29 日下午 15:00-16:30， 通过互联网登录上证路演中心

（https ://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 22 日 (星期一 )至 04 月 26 日 (星期五 )16:00 前登录上证路演

中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https ://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据
活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 OBD@haday.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0757-82836083
邮箱：OBD@haday.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https ://roadshow.sseinfo.com/）查看

本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司
2024 年 4 月 19 日


